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Patentanspriiche 

r 

il- i Verfahren zur Metallisierung einer Kunatstof f ober- 
Wache, insbesondere der Oberflache einer Kunststoff olie, 
gekennzeichnet durch folgende Merkmale: 

05 a) die Kunststoff oberflache wird zunachst auf eine 

Temperatur gebracht, die den Elastizitatsmodul des 
Kunststoff s derart verandert, daB eine nachfolgende 
mechanische Aufrauhung der Oberflache moglich wird, 

10 b) die mechanisch aufgerauhte Kunststoff oberflache wird 
chemisch aufgerauht. 


15 


c) 


eine nachfolgende Metallbe'schichtung erf olgt unter 
Vermeidung eines Bindemittels , das sich von dem 
Kunststoff unterscheidet • 
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2. Verfahren zur Metallisierung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daC die Metallbeschichtung stromlos- 
cheraisch und/oder galvanisch aufgebracht wird. 

05 3. Verfahren zur Metallisierung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei der Metallbeschichtung eine Metall- 
folie auf die Kunststoffoberflache aufgebracht wird unter 
Verwendung eines Bindemittels , das ira wesentlichen eine 
Losung des Kunststoffa enthalt. 

10 

4. Verfahren zur Metallisierung nach einem der vorher- 
gehenden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB bei 
der mechanischen Aufrauhung eine Materialabtragung der 
Kunststoffoberflache vorgenommen wird. 

15 

5. Verfahren zur Metallisierung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kunst- 
stoffoberflache mechanisch aufgerauht wird bei einer 
Temperatur. die wesentlich unterhalb der Raumtemperatur 

20 liegt. 

6. Verfahren zur Metallisierung nach einem der vorher- 
gehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die mecha- 
nisch aufgerauhte Kunststoffoberflache durch Atzen und/oder 

25 Beizen in Alkalien derart behandelt wird, dafl die Rauhig- 
keit ira wesentlichen unverandert bleibt oder erhSht wird. 

7. Verfahren zur Metallisierung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB zur Metall- 

30 beschichtung zunachst durch eine chemische Behandlung rait 


05 


15 
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Zinn- sowie Palladiumhaltigen Losungen eine diinne Schicht 
katalytischer Keime erzeugt wird, die anschlieBend strom- 
los-chemisch und/oder galvanisch mit einem detail be- 
schichtet wird. 


8. Verfahren zur Metal lisierung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daB die mecha- 
nisch und/oder cheraisch aufgerauhte Kunststof f oberf lache 
und/oder eine Metallfolie mit einer organischen LSsung des 
10 Runs tstoff materials beschichtet werden und dafi die Metall- 
folie unter Anwendung von Druck und/oder einer gegeniiber 
der Raumtemperatur erhohten Temperatur mit pier Kunststoff- 
oberflMche laminiert wird. 


9. Verfahren zur Metallisierung nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die organische Losung im wesentlichen 
unpolymerisiertes Kunststof f material enthalt. 


20 


25 


30 
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Beschreibunq 


"Verfahren zur Metallisierung einer 
Kunststof f oberf lache " 


Dxe Erfindung betrifft ein Verfahren zur Metallisierung 
05 exner Kunststoffoberf ISche nach den, Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1. Die Erfindung betrifft insbesondere die 
Metallisierung einer blegsamen (flexiblen) Kunststcffolie. 

Zur beispielhaften Herstellung flexibler Dunnschichtsch al- 
io tungen werden sogenannte Laminate aus Metall- und Kunst- 
atoffolien hergestellt, d.h. es werden z.B. Kupferfolien 
mit Hxlfe von Klebern, z.B. auf Epoxidharzbasis , .it eine. 
flexxblen Tragermaterial, wie z.B. einer Polyimidf olie 
unter bestimmten Bedingungen von Druck und Temperatur ' 
L5 verklebt. Elektrische Leiternetzwerke kdnnen dann mit 

Hilfe bekannter Fotolack- und Atztechniken nach dem soge- 
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nannten Semiadditiv- oder Subtraktivverf ahren hergestellt 
so ^iaB daraus z.B. integrierte Hybridschaltungen , 


leiterchips, Flussigkristallanzeigen, Plasmadisplays 
05 aufgebaut werden konnen. Zur Gewahrleistung einer ausrei- 
chenden Korrosionsbestandigkeit , auch im Hinblick auf 
Montage- und/oder Kontaktierungsverf ahren fiir passive 
Bauelemente und/oder zu integrierende Halbleiterchips 
durch beispielsweise Loten, Kleben und/oder Bonden, wird 
10 stromlos-chemisch und/oder auch galvanisch eine meist 
dUnne Vergiitung in Form einer Gold- oder Zinrischicht 
abgeschieden, Eine ausreichend hohe Haf tf estigkeit zwi- 
schen Leiter- und Schaltungstragerf olien setzt nicht nur 
geeignet vorbehandelte, meist aufgerauhte Polienoberf la- 
15 Chen voraus, sondern im allgemeinen auch eine haftungsver- 
mittelnde; klebstof f artige Zwischenschicht , die ganzlich 
andere Materialeigenschaf ten, vor allem hinsichtlich der 
elektrotechnischen Anwendung, hat als das Schaltungstra- 
germaterial. So wird z.B, bei der Strukturierung der Kup- 
20 ferleiter durch Atzprozesse die Kleberoberf lache freige- 
legt, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung sehr 
viel mehr zur Wasserauf nahme oder zur "Wasserbindung an der 
Oberflache neigt und daher einen sehr viel kleineren 
elektrischen Oberf lachenwiderstand besitzt als das Trager- 
25 material, Eine Entfernung der im allgemeinen vollstandig 
ausgeharteten Kleberschicht ist aufgrund ihrer Unl5slich- 
keit in organischen Losungsmitteln in der Kegel nicht 
moglich. Auch herausragende positive Eigenschaf ten der 
verwendeten Folien, wie insbesondere die hohe thermische 
50 Bestandigkeit von z.B, Polyimid (>300«C) , kann nicht zur 
Anwendung kommen, da das Klebermaterial bei diesen Tempe- 


Widerstands- oder RC-Netzwerke, Verdrahtungen fiir Halb- 
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05 


raturen sehr rasch zerstort wird. In einigen Anwendungs- 
f alien, z.B, bei Reparaturarbeiten, sind mehrere Weichlot- 
prozesse (ca, 250«C) erf orderlich , die bereita die Haftung 
in einem ublichen Laminat derart reduzieren, dafl eine 
storende Ablosung der elektrischen Leiterbahnen mSglich 


ist. 


10 


Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein gattungsge- 
mafles Verfahren dahingehend zu verbessern, dafl eine haft- 
feste sowie tempera turbestandige Metallisierung einer 
Kunststoffoberfiache moglich wird. so daB insbesondere die 
Herstellung thermisch hochbelastbarer flexibler Diinn- 
schichtschaltungen ermoglicht wird. 

15 Die Aufgabe wird erfindungsgemafi gelbst durch die im 
kennzeichnienden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen 
Merkmale. Zweckraaflige Ausgestaltungen sind den Unteran- 
spriichen eiitnehmbar. 


20 


25 


Das erfindungsgemafie Verfahren ist insbesondere fiir Diinn- 
schichtschaltungen geeignet, bei deren Herstellung oder 
Weiterverarbeitung, beziehungsweise bei deren Betrieb, 
h5here Teraperaturen auftreten, z.B. ungefahr 250°C fur 
einen Weichlotvorgang. 

Die Erfindung wird anhand folgender Ausfuhrungsbeispiele 
naher erlautert: 

Beispiel 1: 

30 Eine derzeit handelsiibliche Polyimidf olie rait einer Dicke 
von 50 urn wird mittels einer beidseitig klebenden Folie 
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auf einer Metall-Tragerplatte befestigt und diese in einer 
Gefriertruhe auf -lO'^C abgekiihlt. Die Platte wird dann in 
einem Sandstrahlgerat unter der Strahldiise durchgef ahren , 
wobei die Polyimidf olie mit Korund von durchschnittlich 

05 50 urn Korngrofle (60 PSI Druck) bestrahlt wird. Die dadurch 
mechanisch aufgerauhte Polyimidoberf lache wird an- 
schlieBend in 0,1 n-Natronlauge gebeizt und nach griindli- 
cher Spiilung in demineralisiertem Wasser mit Hilfe eines 
derzeit handelsiiblichen Zinn-Palladium-Aktivators mit 

10 katalytischen Keimen belegt, Durch stromlos-chemische 

Abscheidung von 0,3 urn Cu, sowie galvanische Verstarkung 
mit Kupfer auf ca. 10 urn, aus in der Leiterplattentechnik 
derzeit iiblichen Badern, wird eine elektrisch sehr gut 
leitende und leicht lotbare Kupf erleiterschicht erzeugt. 

15 Nach einer Temperung wird, nach einer fotolack-atztechni- 
schen Herstellung von 1mm breiten Streifen, mit einer 
Zugpriifmaschine eine Schalkraft von 0,7 N/mm gemessen, 
Diese Schalkraft wird auch nach einer nachfolgenden Tempe- 
rung von 10 Minuten bei 300**C gemessen. Eine derartige ' 

20 Kupferleiterschicht ist daher insbesondere fiir Weichlot- 
vorgange geeignet zur Kontaktierung elektronischer Bauele- 
mente. 

Beispiel 2: 

25 Eine Polyimidf olie mit einer Dicke von 125 um wird wie im 
Beispiel 1 raecbanisch vorbehandelt und chemisch gebeizt. 
Eine Kupf erf olie mit einer Dicke von 50 um wird, ahnlich 
wie die Polyimidf olie, aber ohne Kiihlung, mit Korund 
gestrahlt und durch Behandlung mit einem milden derzeit 

30 handelsiiblichen Kupf erreiniger von Verunreinigungen und 
Strahlgut befreit. Die so prMparierten Folien werden in 
einer Tauchlackiermaschine mit einer 14?£-igen Polyimid- 
Prapolymerlosung in N-Methylpyrrolidon beschichtet und 
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durch einen Inf rarotstrahler angetrocknet . Die beschichte- 
ten Polien werden auf einandergepreflt und bei 300-C getera- 
pert. Nach einer f otolack-atztechnischen Herstellung von 
imm breiten Streifen wird eine Schalkraft von 0,6 N/mra ge- 
messen, die auch nach einer Temperung von 10 Minuten bei 
300»C medbar ist. 
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